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1. Allgemeine Hinweise

Die Optionen BS1 und BS2 sind nachrüstbare Zusätze zu allen Multi-LAB und MODULAR-4
Karten, die mit 8Kx8 (16K Multi-LAB Version) bzw. 32Kx8 stat. RAM-Chip's (64K Multi-
LAB Version und MODULAR-4) ausgerüstet sind.

Durch diesen Zusatz kann erreicht werden, daß z.B. wichtige Meßdaten im lokalen RAM auf
der Multi-LAB oder MODULAR-4 Karte auch bei Ausfall der Versorgungsspannung des
Systems erhalten bleiben. Die Batterien befinden sich, für jedes RAM getrennt, in Zwischen-
sockeln, und zwar in jedem Sockel zwei Li-Batterien. Diese doppelte Auslegung dient der
Erhöhung der Sicherheit, d.h. selbst wenn eine Batterie ausfallen sollte, bleibt die Funktion
erhalten. Die Batterien in einem Zwischensockel haben eine Kapazität von zusammen 70
mA/h, so daß bei Einsatz speziell auf niedrigen Stromverbrauch ausgesuchter RAM's die
Funktion für mehrere Jahre garantiert ist. Dabei ist darauf hinzuweisen, daß nicht alle als
"Low Power" CMOS-RAM's erhältlichen Speicher-Chips geeignet sind. Bitte verwenden Sie
deshalb nur die mit der Option BS1 bzw. BS2 mitgelieferten Speicher-Chip's bzw. bei der
MODULAR-4 Karte die auf der Karte bestückten Chip's.

2. Lieferumfang

-  2 Zwischensockel mit eingebauten Li-Batterien

-  2 Speicher-Chip's (bei BS1 je 8Kx8, bei BS2 je 32Kx8)
   (entfällt bei MODULAR-4)

-  Beschreibung
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3. Umbau

Wenn Sie die Option zusammen mit einer Multi-LAB oder MODULAR-4 Karte bestellt und
geliefert bekommen haben, ist der Einbau bereits vorgenommen. Andernfalls gehen Sie wie
folgt vor:

!!!  Achten Sie unbedingt auf die richtige Ausrichtung der Fassungen (auf der Karte),
der Zwischensockel und der Speicher-Chip’s. Bei allen drei Bauteilen befindet sich als
Kennzeichnung an einem Ende jeweils eine Einkerbung. Die Einkerbungen von allen
drei Bauteilen (die jetzt übereinander sitzen) müssen nach dem Umbau in die gleiche
Richtung zeigen !!!

Multi-LAB

Ziehen Sie auf der Multi-LAB Karte die IC’s Y22 und Y23 aus ihrer Fassung (siehe Lageplan
der Multi-LAB Karte im Handbuch). Setzen Sie nun jeweils einen Zwischensockel in die jetzt
leeren Fassungen Y22 und Y23. Danach setzen Sie die mitgelieferten Speicher-Chip’s auf die
Zwischensockel.

MODULAR-4

Ziehen Sie auf der MODULAR-4 Karte die IC’s Y12 und Y13 aus ihrer Fassung (siehe
Lageplan der Multi-LAB Karte im Handbuch). Setzen Sie nun jeweils einen Zwischensockel
in die jetzt leeren Fassungen Y12 und Y13. Danach setzen Sie die vorher entnommenen
Speicher-Chip’s auf die Zwischensockel.

Der Einbau der Optionen BS1 bzw. BS2 kann jederzeit auch nachträglich vorgenommen und
auch wieder rückgängig gemacht werden. Wenn Sie den Umbau wieder rückgängig machen,
können Sie die mitgelieferten Speicher-Chip's auch direkt in die Fassungen auf der Karte
stecken.


